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Desarrollo de la 
capacidad de 
fabricación de 

circuitos integrados 
de RF y/o señal mixta 

de prestaciones 
mejoradas

Diseño y 
caracterizació

n de 
materiales y 
dispositivos

Generación de 
procesos de 

fabricación de 
dispositivos integrados 

en GaN y otras 
tecnologías III-V con 

alta repetibilidad
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Transistores con semiconductores de gap ancho 

 Desarrollo HEMTs normally-off mediante p-GaN gate 

 Fabricación HEMTs con patrones nanométricos 
Mediante litografía térmica de barrido (t-SPL) y 
litografía electrónica (EBL).
 

 Integración de materiales 2D
Mejorar la pasivación con h-BN y los contactos con grafeno

Rocha et al., Energies 16, 2978 (2023)
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Diodos de conmutación con semiconductores de gap estrecho

Simulación, fabricación y 
caracterización de diodos de 

conmutación 

Proyecto centrado en diodos PIN, los 
cuales podemos crecer en el IES

Conmutadores idóneos para circuitos 
de RF de alta potencia
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Encapsulado de dispositivos electrónicos

 Demostradores SiP para dispositivos de GaN

AlN σ
T

Medida de propiedades térmicas
Caracterización: XRD, FTIR, AFM
Integración en dispositivos de test

 Desarrollo de capas de AlN y AlScN para disipación térmica 

Wirebonding Embedded chip                                    Flip-chip
W. Heinrich et al., doi: 10.1109/JMW.2020.3032879.
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